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Plattierungsvorrichtung fiir diinne Platten, Folien oder dergleichen fléichiges Material.

@ Bei den bekannten Vorrichtungen zum Elektro-

plattieren, insbesondere der Kontaktflichen an ge-
druckten Schaltungen, werden die nicht zu plattierenden
Oberflichenteile der Schaltungsplatte zuerst abgedeckt
und danach die Platte in das Plattierbad gehédngt. Mit der
neuen Vorrichtung kénnen der Arbeitsaufwand und der
Materialverbrauch fiir das Abdecken eingespart, und es
kann eine gleichmissigere Plattierung erreicht werden.
Dazu weist die Vorrichtung eine Halteeinrichtung auf,
deren Halteplatten (7, 8) zugleich zum Abdecken der
nicht zu plattierenden Oberflichenteile verwendet wer-
den und die Plattierlésung wird aus Diisen (12, 13) auf
die zu plattierende Platte gespritzt, was eine gleichmis-
sigere Abscheidung des Plattiermaterials und eine wirk-
samere Durchmischung und damit gleichméssigere Kon-
zentration der Plattierlosung ermdglicht.
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PATENTANSPRUCHE

1. Plattiervorrichtung fiir diinne Platten, Folien oder der-
gleichen flichiges Material, gekennzeichnet durch eine
Maskiereinrichtung (4) mit einem Paar einander gegeniiber-
liegend angeordneter Platten, ndmlich einer Druckplatte (7)
und einer Aufnahmeplatte (8), auf deren beiden einander zu-
gewandten Seiten jeweils eine Maskierplatte bzw. -folie (10,
11) angebracht ist, sowie einen Druckzylinder (9), der zum
Maskieren der nicht zu plattierenden Teile der zwischen der
Druckplatte und der Aufnahmeplatte angeordneten Platte,
Folie oder dergleichen flichiges Material die Druckplatte
gegen die Aufnahmeplatte driickt, eine Strahl- bzw. Spritz-
einrichtung (5) zum gleichformigen Spritzen der Plattier-
16sung auf beide Seiten des zu plattierenden Teils der Platte
Folie od dgl. (1), und eine Einrichtung (6) zam Zufiihren
und Umwilzen der Plattierlosung zu der Strahl- bzw. Spritz-
einrichtung.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Strahl- bzw. Spritzeinrichtung (5) ein Diisenteil
(27) aufweist, das mit einer Offnung zur Aufnahme des zu
plattierenden Teils der Platte, Folie od. dgl. (1) versehen ist,
sowie mit einander zugewandten Strahl- bzw. Spritzteilen
(12, 13) fiir die Plattierlosung, welche Strahl- bzw. Spritz-
teile an beiden Kanten mit Anoden (15, 16) versehen sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anoden (15, 16) in ihrer Léngsrichtung in eine
Mahrzahl Teile (15a bis 15¢, 16d, 16¢) unterteilt sind und
wahlweise sowie unabhéingig voneinander an einen elektri-
schen Stromkreis angeschlossen werden konnen.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Strahl- bzw. Spritz-
teile (12, 13) fiir die Plattierlosung so gerichtet sind, dass die
Plattierlosung senkrecht auf die zu plattierenden Teile der
Platte, Folie od. dgl. (1) auftrifft und auf diesen Teilen in
zwei gleichmissige Strome geteilt wird, von denen der eine
aufwirts und der andere abwirts stromt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass um das Diisenteil (27) ein Gehiuse (32) angeord-
net ist, dessen Boden (31) gedffnet und direkt mit einem
Tank (18) fiir die Plattierlésung verbunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckplatte (7) eine Fiihrungs-Teilplatte (24)
aufweist, an der zwei Stifte (25) angeordnet sind, die zum
Einhaken und Aufhingen der Platte, Folie od. dgl. (1) sowie
zur Voreinstellung der Positionierung der Teile der zu plat-
tierenden Platte, Folie od. dgl. (1) relativ zu der Strahl- bzw.
Spritzeinrichtung (5) vorgesehen sind.

Die Erfindung betrifft eine Plattierungsvorrichtung fiir
diinne Platten, Folien oder dergleichen flichiges Material.

An kupferplattierten, gedruckten Schalttafeln, -platten
od. dgl. werden die fiir die Anschliisse der plattierten Lei-
tungen wichtigen Eigenschaften, wie beispielsweise Hirte,
Widerstandsfihigkeit gegen Abnutzung, elektrische Eigen-
schaften usw. dadurch erreicht, dass man auf die Anschluss-
stelle eine Goldplattierung oder zuerst eine Nickelplattierung
und dariiber eine Gold- oder Rhodiumplattierung aufbringt.

Nach dem Stand der Technik ist ein Plattierverfahren
fiir Anschliisse von gedruckten Schaltungsplatten bzw. -kar-
ten bekannt, bei dem die Teile der Platte bzw. Karte, die
nicht plattiert zu werden brauchen, mit einem diinnen Film
eines synthetischen Harzes abgedeckt werden, und bei dem
die peripheren Teile mit Klebebdndern oder Schutz- bzw.
Abdeckmaterial maskiert werden. Die Platte bzw. Karte wird
dann in ein geeignetes Elektroplattierbad getaucht und an eine
elektrische Stromquelle angeschlossen. Jedoch erfordert diese

Art des Verfahrens vorhergehende Vorbereitungen, die vor
dem Plattiervorgang durchgefiihrt werden miissen, wodurch
die Arbeits- und Materialkosten automatisch ansteigen. Eine
Plattierung mit einer hohen Stromdichte ist bei diesem Ein-

5 tauchverfahren unmdglich, so dass eine lange Zeitdauer er-
forderlich ist, um die notwendige minimale Dicke der plat-
tierten Ablagerungen bzw. der Plattierung zu erzielen. Dieses
Verfahren ist weiterhin insofern nachteilig, als die Dicke der
Plattierung oftmals ungleichmissig ist, und zwar in Abhéin-

10 gigkeit vom Ort des zu plattierenden Gegenstands im Plat-
tierbad, vom Abstand zwischen Anode und Kathode, sowie
von den Bedingungen der Elektrolytumwilzung bzw. des
Riihrens des Elektrolyten, und es ergeben sich auch insofern
Nachteile, als diese Bedingungen sehr schwierig zu steuern

15 bzw. zu regeln sind.

Der vorliegenden Erfindung liegt darum die Aufgabe zu-
grunde, eine Plattiervorrichtung zu schaffen, mit der der
Plattiervorgang einfacher, sicherer und mit héherer Geschwin-
digkeit als bisher ausfiihren ldsst.

Erfindungsgemiiss wird diese Aufgabe mit einer Vorrich-
tung geldst, die gekennzeichnet ist durch eine Maskierein-
richtung mit einem Paar einander gegeniiberliegend angeord-
neter Platten, ndmlich einer Druckplatte und einer Auf-
nahmeplatte, auf deren beiden einander zugewandten Seiten
25 jeweils eine Maskierplatte bzw. -folie angebracht ist, sowie

einen Druckzylinder, der zum Maskieren der nicht zu plattie-
renden Teile der zwischen der Druckplatte und der Auf-

nahmeplatte angeordneten Platte, Folie od. dgl. flichiges Ma-
terial, die Druckplatte gegen die Aufnahmeplatte driickt, eine

30 Strahl- bzw. Spritzeinrichtung zum gleichférmigen Spritzen

der Plattierlosung auf beide Seiten des zu plattierenden Teils

der Platte, Folie od. dgl., und eine Einrichtung zum Zufiih-
ren und Umwilzen der Plattierlsung zu der Strahl- bzw.

Spritzeinrichtung.

Die neue Vorrichtung ermdglicht, das mechanische Mas-
kieren fiir die nicht plattierten bzw. nicht zu plattierenden
Teile gleichzeitig mit dem Plattieren auszufiihren und darum
auf verbrauchbare Abdeck- oder Schutzmaterialien zu ver-
zichten, wodurch weiter die Arbeits- und Materialkosten ra-
40 dikal herabgesetzt werden kénnen.

Weiter ermdglicht die neue Vorrichtung, durch das gleich-
formige Aufspritzen der Plattierlsung auf beide Seiten des
zu plattierenden Teiles die Ungleichmaissigkeit der Plattie-

~ rung zu verringern. Schliesslich kann wegen des kompakten

45 Aufbaues der neuen Vorrichtung die fiir die Installation be-

nétigte Fldche betrédchtlich herabgesetzt werden.

Die Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf
die Figuren anhand eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels
niher erldutert; es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Gesamtansicht
einer Hochgeschwindigkeitsplattiervorrichtung, wobei die
Hauptteile dieser Einrichtung auseinandergezogen sind;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht lings der Linie II-II der
Fig. 1;

Fig. 3 eine Vorderansicht, die eine gedruckte Schaltungs-
platte bzw. -karte veranschaulicht, welche als ein Beispiel
einer rechteckigen diinnen Platte, Folie oder dergleichen
flachigen Materials genommen wurde;

Fig. 4 eine teilweise perspektivische Ansicht, die in aus-
60 einandergezogener Darstellung eine Spritzeinrichtung veran-

schaulicht; und

Fig. 5 eine schematische Ansicht des Vorgangs des Auf-
spritzens der Plattierungslosung.

In der Zeichnung ist mit 1 eine gedruckte Schaltungs-

65 platte bzw. -karte bezeichnet, die als ein Beispiel fiir eine
rechteckige diinne Platte, Folie oder dergleichen fldchiges
Material gew#hlt wurde, und mit 2 sind Anschliisse bezeich-
net, die in Lingsrichtung an der Unterseite der Schaltungs-
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platte bzw. -karte 1 fluchten, die auch als zu plattierender
Teil 3 bezeichnet sind.

Die neue Plattiervorrichtung, welche gedruckte Schal-
tungsplatten bzw. -karten 1, wie oben beschrieben, mit ho-
her Geschwindigkeit plattiert, weist, wie oben gesagt, eine
Maskiereinrichtung 4, eine Spritzeinrichtung 5 und eine Um-
wilzungs- und Zufiihreinrichtung 6 fiir die Plattierldsung auf.
Die Maskiereinrichtung 4 ist mit einer Druckplatte 7 und
einer Aufnahmeplatte 8 versehen, die ein Paar bilden, sowie
weiterhin mit einem Druckzylinder 9. Das aus Druckplatte 7
und Aufnahmeplatte 8 bestehende Paar hat eine Liinge, wel-
che diejenigen der gedruckten Schaltungsplatte bzw. -karte
iiberschreitet, und diese Platten sind auf ihren einander zuge-
wandten Seiten mit Maskierplatten, -folien od. dgl. 10 bzw.
11 versehen. Die Maskierplatten, -folien od. dgl. 10, 11 sind
aus Gummi oder einem anderen Material hergestellt, das fiir
die Maskierung geeignet ist und ausserdem als Dichtungs-
material wirkt. Oberhalb der Druckplatte 7 ist aufrecht eine
Fithrungs-Teilplatte 24 vorgesehen, die zwei Stifte 25 hat,
welche in solcher Weise angebracht sind, dass die Anbrin-
gungsposition veréndert werden kann. Da die gedriickte
Schaltungsplatte bzw. -karte 1 invariabel mit einer Mehrzahl
von L&chern 26 (siehe Fig. 3) versehen ist, kann die ge-
druckte Schaltungsplatte bzw. -karte 1 aufgehakt und -ge-
hangen werden, so dass die Stifte 25 durch diese Lécher 26
hindurchgehen, und es ist moglich, die Position der zu plat-
tierenden Teile 3 relativ zu dem Spritzteil mit dem Schlitz
fiir die Plattierfliissigkeit einzustellen, oder die Tiefe der ge-
druckten Schaltungsplatte bzw. -karte 1 relativ zu der Spritz-
einrichtung 5 einzustellen, wenn die gedruckte Schaltungs-
platte bzw. -karte 1 mittels der erwihnten Lécher iiber die
Stifte 25 gehéngt wird. Es ist ausserdem méglich, andere
Arten von gedruckten Schaltungsplatten bzw. -karten zu plat-
tieren, ohne die Positionen einzustellen, sofern die Form die
gleiche ist; es geniigt, wenn die Platte bzw. Karte lediglich
iiber die Stifte 25 der Fiihrungs-Teilplatte 24 gehingt wird.
Anstelle dieses «Hingeverfahrenss ist es aber auch moglich,
dass man das untere Ende der gedruckten Schaltungsplatte
bzw. -karte mittels einer Haltevorrichtung, deren Héhe ein-
stellbar ist, hilt. Der Druckzylinder 9 driickt die Druckplatte
7 gegen die Aufnahmeplatte 8, und die gedruckte Schaltungs-
platte bzw. -karte 1 wird durch den Druck zwischen der
Druckplatte 7 und der Aufnahmeplatte 8 gehalten. Wenn
kein Druck angewandt wird, kann die gedruckte Schaltungs-
platte bzw. -karte frei bzw. leicht zwischen der Druckplatte 7
und der Aufnahmeplatte 8 herausgenommen werden, oder sie
kann umgekehrt auch zwischen diesen beiden Platten ange-
ordnet werden. Es ist ausreichend, wenn wenigstens eine der
beiden Platten, namlich entweder die Druckplatte 7 oder
die Aufnahmeplatte 8, zum Zweck der «Druckbeaufschla-
gung» bewegt werden kann, aber es ist auch mdglich, fiir
die «Druckbeaufschlagung» an beiden Platten Druckzylin-
der anzubringen.

Die Spritzeinrichtung 5 besitzt ein Diisenteil 27, das einen
spezifischen Aufbau und anderes Zubeh6r hat. Am oberen
Ende des Diisenteils 27 ist eine Offnung 14 vorgesehen,
welche die zu plattierenden Teile 3 der gedruckten Schal-
tungsplatte bzw. -karte 1 aufnimmt, und auf beiden Seiten
dieser Offnung 14 sind einander gegeniiberliegenden bzw. ent-
gegengesetzt zueinander und lings der Langsrichtung (ent-
lang der Lingsrichtung der gedruckten Schaltungsplatte bzw.
-karte 1) zwei geschlitzte bzw. mit einem Schlitz versehene
Spritz- bzw. Strahlteile 12, 13 fiir die Plattierldsung angeord-
net. Auf den Spritz- bzw. Strahlteilen 12, 13 sind Anoden 15,
16 vorgesehen, die an einen Stromkreis angeschlossen wer-
den kénnen, und zwar sind diese lings der gesamten, in
Lingsrichtung verlaufenden Kanten der Spritz- bzw. Strahl-
teile vorgesehen, wie in Fig. 4 gezeigt ist, wobei diese Anoden

5
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in eine Mehrzahl von Abschnitten 15a bis 15¢ bzw. 16d, 16e
unterteilt sind, und an den Abschnitten ist jeweils ein Lei-
tungsdraht 28 angebracht. Die abschnittweise Unterteilung
der Anode ist ziemlich wichtig, um die Stromdichte konstant
aufrechtzuerhalten.

An dem Boden bzw. dem unteren Ende des Diisenteils
27 ist eine Y-formige Leitung 29 angebracht, die mit der Lei-
tung verbunden ist, durch welche die Plattierlésung unmittel-
bar den Diisenteilen 12, 13 zugefiihrt wird. Das Diisenteil

10 27 wird mittels einer Halteplatte 31, die eine Mehrzahl von

15

Offnungen 30 bildet, innerhalb eines Gehiuses 32 gehalten.
Der Boden des Gehiuses 32 ist offen gelassen. Die Um-

wiélz- und Zufithreinrichtung 6 fiir die Plattierlosung weist
eine Pumpe 17, einen Plattierlésungstank 18 und verschiedene
Leitungen auf. Der Tank 18 ist an seinem oberen Ende offen,
so dass er direkt den Boden des Gehiuses 32 aufnimmt bzw.
direkt mit dessen Offnungen verbunden ist, wodurch die Plat-
tierlosung, die von den Diisenteilen 12, 13 gespritzt wird,
nicht im Gehiuse 32 bleibt, sondern sofort durch die Off-

20 nungen 30 der Trigerplatte 31 und die Offnung des Gehiu-
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ses 32 in den Tank 18 zuriickgefiihrt wird.

In der Zeichnung ist mit 19 ein Gehiuse fiir die Einrich-
tung bezeichnet, dass in seinem oberen Teil mit einem
Schlitz 20 versehen ist, durch welchen die gedruckten Schal-
tungsplatten bzw. -karten 1 eingefiihrt werden konnen; das
Gehiuse 19 weist weiterhin eine Speicherausnehmung 21
auf, welche zu plattierende Gegenstiinde enthalten kann. Mit
22 ist eine Anzeigetafel bezeichnet, wihrend 23 eine Kon-
troll- bzw. Steuertafel fiir die Plattierung ist.

Nunmehr werden die Betriebsvorginge der Plattierein-
richtung, wie sie vorstehend beschrieben worden ist, niher
erldutert.

Wenn der Druckzylinder 9 auf «AUS» geschaltet ist, wird
eine gedruckte Schaltungsplatte bzw. -karte 1 aufgehangen,
indem diese in die Fiihrungsteilplatte 24 eingehakt wird, die
zwei Stifte 25 hat, und das untere Ende der Platte bzw.

Karte wird zwischen die Druckplatte 7 und die Aufnahme-
platte 8 eingefiigt. Dann wird, wenn der Druckzylinder 9

auf «EIN» geschaltet ist, die gedruckte Schaltungsplatte bzw.
-karte 1 zwischen der Druckplatte 7 und der Aufnahmeplatte
8 gehalten. Die Teile der gedruckten Schaltungsplatte bzw.
-karte 1, die nicht plattiert werden sollen, werden mechanisch,
einfach und sicher mit den Maskierplatten bzw. -folien 10, 11
von beiden Seiten, nimlich von Seiten der Druckplatte und
von Seiten der Aufnahmeplatte, maskiert, und der nicht
maskierte Teil 3 der Karte bzw. Platte 1, der plattiert werden
soll, wird in die Offnung 14 des Diisenteils 27 eingefiihrt und
zwischen den Spritz- bzw. Strahlteilen 12, 13 fiir die Plattier-
losung angeordnet. Diese mechanische Maskierung und Po-

50 sitionierung der zu plattierenden Teile stellt ein wesentliches

Merkmal der neuen Vorrichtung dar. Die Anschliisse 2 wer-
den elektrisch als Kathoden geschaltet, und wihrend die
Spannung zwischen diesen und den Anoden 15, 16 angelegt
wird, wird die Umwilz- bzw. Zufiihreinrichtung 6 fiir die

55 Plattierldsung betrieben. Die Plattierlésung stromt unter

Druck von der Pumpe 17 lings des Pfeils A (siehe Fig. 1)
durch die Y-formige Leitung 29 zu dem Diisenteil 27 und
wird durch die beiden Spritz- bzw. Strahlteile 12, 13 direkt
gegen die zwei zu plattierenden Oberflichen gestrahlt bzw.

60 gespritzt. Die gespritzte Plattierlosung 33 strémt nach vor-

wiirts gegen den zu plattierenden Gegenstand 3, wie in Fig. 5
angedeutet ist, und zwar in horizontaler Richtung, und diese
Plattierldsung lduft, wenn sie auf die Oberfléichen auftrifft,

in aufwirts- und abwirtsgerichtete Strdme auseinander. Diese

65 Erscheinung tritt augenblicklich und gleichzeitig iiber die

gesamte Linge der zu plattierenden Teile 3 der rechteckigen
Platte, Folie od. dgl. auf. Wenn die Plattierlosung 33 in Be-
rithrung mit dem zu plattierenden Teil 3 gelangt, tritt augen-



616178

blicklich Ionisation auf, und man erhilt mit hoher Ge-
schwindigkeit eine gleichférmig plattierte Schicht. In diesem
Fall ist es moglich, den Strom durch die Anoden 15a bis 15e,
16d, 16e, die in eine Mehrzahl entsprechend der Lénge der

zu plattierenden Teile unterteilt sind, selektiv einzustellen und
auf diese Weise die gleichmissige Wirkung der Anoden 15,

16 beim Plattieren verschiedener gedruckter Schaltungskar-
ten bzw. -tafeln zu verbessern und die elektrische Strom-
dichte so zu steuern, dass eine gleichformige bzw. gleich-
missige Plattierung erreicht wird.

Nachdem das Plattieren vollendet ist, stromt die Plat-
tierlésung in Richtung der Pfeile B und C, und diese Plattier-
16sung wird durch die Bodentffnung des Gehiuses 32 sehr
schnell dieser in den Tank zuriickgefiihrt und dort gesam-
melt. Die Losung wird dann umgewilzt und, sobald die Not-
wendigkeit dazu auftritt, erneut benutat.

Die neue Plattiervorrichtung fiir rechteckige, diinne Plat-
ten, Folien oder dergleichen flichiges Material erbringt ver-
schiedenste Vorteile, insbesondere folgende:

a) Die Plattierung wird durch Aufspritzen der Plattierlo-
sung ausgefiihrt bzw. fertiggestellt, wodurch eine Verwen-
dung bei hoher elektrischer Stromdichte erleichtert wird.

Das bedeutet, dass die Plattiergeschwindigkeit etwa das
5-fache (15 A/dm?, 14 sek., 1 p) gegeniiber der Plattierungs-
geschwindigkeit des konventionellen Eintauchsystems (3 A/
dm?2, 70 sek., 1 ) ist.

b) Durch ein gleichformiges Spritzen wird eine gleichmas-
sige Dicke der Plattierung erzielt.

¢) Da keine Maskiermaterialien, wie Abdeck- oder

Schutzmaterialien und Bénder, erforderlich sind, ist es mdg-
lich, die Anzahl der Arbeitsschritte herabzusetzen und me-
chanisch eine Plattierung nur der gewiinschten Teile sicher-
zustellen, und zwar gleichzeitig von beiden Seiten.

5 d) Da die Plattierung mit hoher Geschwindigkeit mdglich
ist, kann die Installationsfléche, die fiir die gleiche Mengen-
produktion erforderlich ist, radikal reduziert werden.

e) Da verbrauchbare Materialien fiir die Maskierung
nicht mehr erforderlich sind, wird die Plattierzeit verkiirzt,

10 die Produktion pro Stunde erhoht, und die Verunreinigung
der Plattierlésung durch Maskiermittel vermieden.

f) Eine Verschmutzung bzw. Verunreinigung der gedruck-
ten Schaltungskarte bzw. -platte durch geldstes Blei, Zinn
usw. wihrend des Lotens beim konventionellen Tauchplat-

15 tieren wird vermieden, da das Plattieren mit hoher Geschwin-
digkeit ausgefiihrt wird. Dies verlingert die Lebensdauer der
Plattierlosung betréchtlich.

@) Ein zusiitzlicher Vorteil der neuen Vorrichtung be-
steht darin, dass die Goldplattierung iiber der Lotung als ein

20 Niederschlag in einem ausgezeichneten Zustand durch Hoch-
geschwindigkeiisplattieren erzielbar ist.

Da mit der neuen Plattiervorrichtung eine Plattierung
spezifischer Flichen gleichzeitig auf beiden Seiten oder auch
auf nur einer Seite der genannten rechteckigen diinnen Plat-

25 ten, Folien oder dergleichen flichigen Materialien mdglich
ist, wobei letztere nicht auf gedruckte Schaltungskarten bzw.
-platten beschriinkt sind, kénnen solche Teile wie Verbin-
dungsstiicke bzw. -vorrichtungen und Kontakte verarbeitet
bzw. bearbeitet werden.

4 Blitter Zeichnungen
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